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Neuer Klebstoff mit hoher thermischer Leitfähigkeit 

Der einkomponentige Klebstoff Epo-Tek TZ101 wurde zum thermischen Leitkleben 

von Substraten mit unterschiedlichen linearen Längenausdehnungen entwickelt. 

 

Er besitzt einen sehr niedrigen Ionengehalt und hat eine Topfzeit von 3-4 Wochen. 

 

Epo-Tek TZ101 wird typischerweise als Chipklebstoff, in der Sensorik und in der 

Festplattenproduktion zum Kontaktieren von Wärmesenken eingesetzt. 

 

Für weitere Informationen fordern Sie das Produktdatenblatt an, oder sprechen Sie 

mit unseren Produktspezialisten. 

 

 
 
 

 

 


